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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steu-
erung des Beginns eines Markier- und Schneidvor-
ganges einer Lasereinheit von Feldern aus einer kon-
tinuierlich durch eine Lasermarkier- und Schneidvor-
richtung transportierten Materialbahn aus Papier, 
Metall oder Kunststoff mit den im gattungsbildenden 
Teil des Anspruches 1 genannten Merkmalen,

[0002] Das im gattungsbildenden Teil des Anspru-
ches 1 beschriebene Verfahren ist aus dem Stand 
der Technik, beispielsweise aus der US 6,191,382 B1
bekannt, bei dem ein Verfahren zum Schneiden von 
Feldern mittels einer Laserstrahleinheit beschrieben 
wird, bei dem mittels einer Sensorabtasteinheit eine 
Position einer im Randbereich einer Materialbahn an-
geordneten feldförmigen Markierung abgetastet wird.

[0003] Darüber hinaus sind aus der DE 697 11 017 
T2 und der US 6,441,341 B1 zwei weitere gattungs-
gemäße Verfahren zum Markieren bzw. Bearbeiten 
von Feldern bekannt, bei denen der Beginn der La-
serstrahlbearbeitung mittels einer durch eine Senso-
rabtasteinheit erfassten Markierung gesteuert wird. 
Alle beschriebenen Verfahren haben sich prinzipieli 
zwar bewährt, bieten jedoch für erhöhte Anforderun-
gen nicht mehr die notwendige Genauigkeit.

[0004] Die im Stand der Technik beschriebenen Ver-
fahren werden allgemein überall dort eingesetzt, wo 
aus entsprechenden Materialbahnen aus Papier, Me-
tall oder Kunststoff mittels einer geeigneten Laserein-
heit einzelne Felder, die ihrerseits bedruckt sein kön-
nen, markiert und geschnitten werden, wobei der ei-
gentliche Markier- oder Schneidvorgang durch ein 
partielles linienförmiges Ein- oder Wegbrennen der 
Materialbahn im Randbereich des zu bearbeitenden 
Feldes erfolgt. Um den Beginn des Brennvorganges 
der einzelnen Felder auf der Materialbahn zu bestim-
men und die Lasereinheit mittels einer geeigneten 
Recheneinheit für den Ausschneidvorgang entspre-
chend auszurichten und zu steuern, ist es bekannt, 
die Materialbahn mit einzelnen feld- oder strichförmi-
gen Markierungen zu versehen, die sich im Seitenbe-
reich der Materialbahn außerhalb der auszustanzen-
den Felder befinden. Die genannten Markierungen 
werden in der Regel in einem vorgeschalteten Druck-
verfahren auf die Materialbahn aufgebracht.

[0005] In Bezug auf die Genauigkeit des durch die 
Lasereinheit vorgenommenen Bearbeitungsvorgan-
ges hat sich gezeigt, dass in Folge der nicht unwe-
sentlichen Geschwindigkeit der transportierten Mate-
rialbahn im Bereich bis zu 0,5 m/sec. Ungenauigkei-
ten der ausgeschnittenen Feldränder auftreten kön-
nen, die den gestiegenen qualitativen Anforderungen 
an die genaue Übereinstimmung der auszuschnei-
denden Feldränder im Zusammenspiel mit der Be-
druckung dieser Felder oftmals nicht mehr genügt.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, ein Verfahren zum Markieren und Ausschnei-
den von Feldern aus einer Materialbahn bereitzustel-
len, welches die qualitativen Anforderungen des Mar-
kier- und Ausschneidvorganges im Hinblick auf vor-
handene Bedruckung der Materialbahn entscheidend 
verbessert.

[0007] Diese Aufgabe wird in Zusammenschau mit 
den gattungsbildenden Merkmalen des Verfahrens 
nach Anspruch 1 durch die im kennzeichnenden Teil 
offenbarte technische Lehre gelöst.

[0008] Wesentlich hierbei ist es, dass auf die Mate-
rialbahn in ihrem Randbereich eine linienförmige, pa-
rallel in Transportrichtung der Materialbahn verlau-
fende, in festem vorbestimmten Abstand zu den be-
druckten Feldern angeordnete Markierung aufge-
bracht wird, anschließend die Lageposition der linien-
förmigen Markierung mittels einer weiteren Senso-
rabtasteinheit vor dem Einlauf in ein von der Lase-
reinheit überstrichenes Laserreferenzfeld des zu be-
arbeitenden Feldes gemessen wird, wobei die Positi-
on des zu bearbeitenden Feldes rechtwinklig zur 
Transportrichtung der Materialbahn und parallel zur 
Transportrichtung der Materialbahn vor Einlauf des 
Feldes in das von der Lasereinheit überstrichene La-
serreferenzfeld bestimmt und der Lasereinheit vor 
Beginn des Bearbeitungsvorganges elektronisch 
übermittelt wird.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet 
sich somit dadurch aus, dass bei dem aus dem Stand 
der Technik bekannten Verfahren zusätzlich gleich-
zeitig eine Messung des parallel zur Transportrich-
tung gesehen seitlichen Versatzes der Materialbahn 
als auch rechtwinklig zur Materialbahn vor beginn 
des Laserbearbeitungsvorganges durchgeführt wird, 
in dessen Abhängigkeit die Lasereinheit in ihrer Posi-
tion veränderbar gesteuert werden kann. Es findet 
somit entsprechend der Erfindung nunmehr eine 
Ausrichtung der Lasereinheit in Bezug auf die zu be-
arbeitenden Felder sowohl parallel als auch recht-
winklig zur Transportrichtung der Materialbahn vor 
Beginn des Bearbeitungsvorganges statt. Auf diese 
Weise lässt sich eine bislang nicht mögliche Genau-
igkeit bei der Bearbeitung realisieren.

[0010] Weitere spezielle Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ergeben sich zusätzlich 
aus den auf den Anspruch 1 rückbezogenen weiteren 
Unteransprüchen.

[0011] Es hat sich zur kostengünstigen Durchfüh-
rung des Verfahrens als vorteilhaft erwiesen, die Sen-
sorabtasteinheit als Fotozelle auszugestalten, wobei 
auf Grund der baulichen Rahmenbedingungen diese 
Sensorabtasteinheit oberhalb der Materialbahn an-
geordnet sein kann. Die Anordnung oberhalb der Ma-
terialbahn macht darüber hinaus nur ein einseitiges 
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Bedrucken der Materialbahn sowohl mit der linienför-
migen Markierung als auch mit der feldförmigen Mar-
kierung notwendig.

[0012] Es hat sich darüber hinaus als zweckmäßig 
erwiesen, wenn die linienförmige Markierung zwi-
schen den, in Transportrichtung der hintereinander 
auf der Materialbahn angeordneten, auszustanzen-
den Felder einen Zwischenraum aufweist Durch die 
beschriebene Maßnahme lässt sich insbesondere 
bei unterschiedlichen Feldern die Lagepositionierung 
zur Materialbahn als auch die für die Funktion der Er-
findung notwendige linienförmige Markierung zusam-
menfassen.

[0013] Eine weitere zweckmäßige Weiterbildung 
des Verfahrens sieht vor, dass die Lageposition der li-
nienförmigen Markierung mittels der weiteren Senso-
rabtasteinheit vor dem Einlauf in das von der Lase-
reinheit überstrichenes Laserreferenzfeld des zu be-
arbeitenden Feldes mehrmals gemessen wird, wobei 
die Position des zu bearbeitenden Feldes rechtwink-
lig zur Transportrichtung der Materialbahn und paral-
lel zur Transportrichtung der Materialbahn vor Einlauf 
des Feldes in das von der Lasereinheit überstrichene 
Laserreferenzfeld mehrmals bestimmt wird. Auf dies 
Weise lassen sich auch Verdrehungen des zu bear-
beitenden Feldes auf der Materialbahn ausgleichen.

[0014] Im Folgenden wird schematisch ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Lasermarkier- und Schneidvor-
richtung anhand der beigefügten Zeichnung näher 
erläutert, mit der das erfindungsgemäße Verfahren 
durchgeführt werden kann. Die Zeichnung besteht 
dabei aus den Figurenteilen 1A und 1B, wobei die 
Fig. 1A eine schematische Draufsicht auf die zu be-
arbeitende Materialbahn mit zugeordneten Sensor-
einheiten zeigt.

[0015] In der Fig. 1B ist eine schematische Seiten-
ansicht der Lasermarkier- und Schneidvorrichtung 
mit der Lasereinheit sowie den Sensorabtasteinhei-
ten dargestellt.

[0016] In der Fig. 1A ist eine Materialbahn gezeigt, 
auf der strichpunktiert ein Laserreferenzfeld 2 darge-
stellt ist, innerhalb dessen sich während der Bearbei-
tung ein nicht näher dargestelltes auszuschneiden-
des Feld befindet, wobei das Laserreferenzfeld den 
Arbeitsbereich der Lasereinheit angibt. Das auszu-
schneidende Feld kann dabei zusätzlich einen bei-
spielsweise im Siebdruckverfahren hergestellten 
Druckauftrag enthalten. Der Fig. 1A ist darüber hin-
aus zu entnehmen, dass die in der Draufsicht gezeig-
te Materialbahn in ihrem in Transportrichtung linken 
Randbereich mehrere feldförmige Markierungen 3
aufweist. Diese feldförmigen Markierungen 3 sind in 
diesem Ausgestaltungsbeispiel als dunkle Quadrate 
ausgeführt. Im gegenüber liegenden Randbereich 
der Materialbahn, d.h. in Transportrichtung gesehen 

rechten Randbereich, ist eine linienförmige Markie-
rung 4 auf der Materialbahn vorhanden. Diese linien-
förmige Markierung ist in einem festen vorbestimm-
ten Abstand zu den auszustanzenden Feldern ange-
ordnet. In der Fig. 1A ist zur Verdeutlichung die 
Transportrichtung der Materialbahn mit der Bezugs-
ziffer 5 gekennzeichnet.

[0017] Während des Transportes der Materialbahn 
1 wird in einem kontinuierlichen Bearbeitungspro-
zess durch eine Lasereinheit 6, welche oberhalb der 
Materialbahn 1 angeordnet ist, fortlaufend jeweils ein 
Feld innerhalb des Laserreferenzfeldes 2 bearbeitet. 
Die Lasereinheit 6 bewegt sich hierbei entsprechend 
eines vorprogrammierten Bewegungsablaufes ent-
lang den Rändern des auszuschneidenden Feldes, 
wobei die durch die Lasereinheit 6 auf die Material-
bahn aufgebrachte Energie im Bereich der Ränder zu 
einem partiellen Ein- oder Wegbrennen der Material-
bahn führt, so dass das zu bearbeitende Feld gege-
benenfalls von der Materialbahn vereinzelt wird.

[0018] Problem des geschilderten Bearbeitungsvor-
ganges ist die genaue Steuerung der Lasereinheit, 
wobei Voraussetzung einer genauen Steuerung ex-
akt bemessene bzw. berechnete Ausgangspunkte für 
den Beginn und den Fortgang des Bearbeitungsvor-
ganges innerhalb des Laserreferenzfeldes 2 sind, die 
mit den aufgedruckten Feldern übereinstimmen müs-
sen. Die Steuerung des Beginns des Bearbeitungs-
vorganges der Lasereinheit wird mittels der bereits 
oben erwähnten feldförmigen Markierungen 3 vorge-
nommen. Diese feldförmigen Markierungen 3 werden 
mittels einer Sensorabtasteinheit 7 abgetastet. Die 
feldförmige Markierung 3 befindet sich dabei in einem 
vorbestimmten Abstand zu einer rechtwinklig zur 
Transportrichtung 5 der Materialbahn 1 verlaufenden 
Referenzlinie 8, die an der Vorderseite des Laserre-
ferenzfeldes 2 verläuft. Die in der Fig. 1A dargestellte 
Stellung der Sensorabtasteinheit 7 über der feldför-
migen Markierung 3 des zugehörigen Laserreferenz-
feldes 2 bewirkt den Beginn des Bearbeitungsvor-
ganges für das innerhalb des Laserreferenzfeldes 2
befindliche Feld.

[0019] Der Fig. 1A ist darüber hinaus zu entneh-
men, dass in dem der Sensorabtasteinheit 7 gegenü-
ber liegenden Randbereich der Materialbahn 1 sich 
eine weitere Sensorabtasteinheit 9 befindet. Diese 
Sensorabtasteinheit 9 dient zur Abtastung der oben 
bereits beschriebenen linienförmigen, längs in Trans-
portrichtung 5 der Materialbahn 1 verlaufenden, in 
festem vorbestimmten Abstand zu den auszustan-
zenden Feldern angeordneten Markierung 4. Die Ab-
tastung hat die Steuerung des Bewegungsablaufes 
der Lasereinheit in Abhängigkeit der Lageposition 
der Markierung 4 rechtwinklig und parallel zur Trans-
portrichtung 5 zur Folge, die mittels eines Rechner-
modules vor Beginn der Bearbeitung des Feldes im 
Laserreferenzfeld 2 erfolgt. Die Abtastung der linien-
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förmigen Markierung 4 erfolgt durch die Sensorab-
tasteinheit 9 kontinuierlich, wobei ein seitlicher Ver-
satz der Markierung parallel und rechtwinklig zur 
Transportrichtung 5 gegenüber einem vorbestimmten 
Sollwert dazu führt, dass das Rechnermodul zur Po-
sitionierung der Lasereinheit diese in Abhängigkeit 
des gemessenen in Transportrichtung 5 seitlichen 
Versatzes der linienförmigen Markierung 4 in Längs-
richtung exakt zum auszustanzenden Feld ausrich-
tet. Fehler der Positionierung des auszustanzenden 
Feldes in Folge einer abweichenden Position der Ma-
terialbahn von einem vorgegebenen Sollwert werden 
somit ausgeglichen, so dass durch die erfindungsge-
mäße Gestaltung eine weitaus größere Genauigkeit 
des Schneidvorganges sowohl rechtwinklig als auch 
parallel zur Transportrichtung 5 gewährleistet ist als 
im Stand der Technik bislang üblich.

[0020] Der Fig. 1B ist ergänzend zu entnehmen, 
dass die Sensorabtasteinheiten 7 und 9 oberhalb der 
Materialbahn 1 angeordnet sind, ebenso ist die Lase-
reinheit 6 oberhalb der Materialbahn 1 beweglich auf-
gehängt, wobei der dargestellte Winkel ἁ den maxi-
malen durch das Laserreferenzfeld 2 vorgegebenen 
Winkelausschlag der Lasereinheit während eines Be-
arbeitungsvorganges darstellt. Zu beachten ist hier-
bei, dass die Lasereinheit während eines einzigen 
Schneidvorganges mit Geschwindigkeiten bis zu 6 
m/sec. eine Schneidlinie entlang fährt, wobei sich 
gleichzeitig die Materialbahn 1 mit Geschwindigkei-
ten bis zu 0,5 m/sec. in Transportrichtung 5 weiterbe-
wegt.

[0021] Der Fig. 1A ist schematisch außerdem eine 
spezielle Weiterentwicklung der Laserschneid- und 
Markiervorrichtung zu entnehmen, die darin besteht, 
dass die linienförmige Markierung 4 zwischen den in 
Transportrichtung 5 der hintereinander auf der Mate-
rialbahn angeordneten auszustanzenden Feldern ei-
nen Zwischenraum 10 aufweist. Dieser Zwischen-
raum 10 kann dazu genutzt werden, dass die recht-
winklig zur Transportrichtung verlaufende Referenzli-
nie 8 für die Steuerung des Beginns des Bearbei-
tungsvorganges für jedes Feld durch die Abtastung 
der Lageposition des Zwischenraumes 10 in der lini-
enförmigen Markierung 4 bestimmt wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung des Beginns eines 
Markier- und Schneidvorganges einer Lasereinheit 
(6) von Feldern aus einer kontinuierlich durch eine 
Scanner-Laserschneid- und Markiervorrichtung 
transportierten Materialbahn (1) aus Papier, Metall 
oder Kunststoff, bei dem mittels einer Sensorab-
tasteinheit (7) die Längsposition in Transportrichtung 
(5) der transportierten Materialbahn (1) einer im 
Randbereich der Materialbahn (1) angeordneten 
feld- oder strichförmigen Markierung (3) zur Steue-
rung des Beginns des Schneid- und Markiervorgan-
ges der Lasereinheit dient, dadurch gekennzeich-
net, dass auf die Materialbahn (1) in ihrem Randbe-
reich eine linienförmige, parallel zur Transportrich-
tung (5) der Materialbahn (1) verlaufende, in festem 
vorbestimmten Abstand zu den auszustanzenden 
Feldern angeordnete Markierung (4) aufgebracht 
wird, die Lageposition der linienförmigen Markierung 
(4) mittels einer weiteren Sensorabtasteinheit (9) vor 
dem Einlauf in ein von der Lasereinheit (6) überstri-
chenes Laserreferenzfeld (2) des zu bearbeitenden 
Feldes gemessen wird, wobei die Position des zu be-
arbeitenden Feldes rechtwinklig zur Transportrich-
tung der Materialbahn (1) und parallel zur Transport-
richtung der Materialbahn (1) vor Einlauf des Feldes 
in das von der Lasereinheit (6) überstrichene Laser-
referenzfeld (2) bestimmt und der Lasereinheit vor 
Beginn des Bearbeitungsvorganges elektronisch 
übermittelt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorabtasteinheit (9) als Foto-
zelle ausgestaltet ist.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Linienförmige 
Markierung (4) zwischen den in Transportrichtung (5) 
hintereinander angeordneten auszustanzenden Fel-
dern jeweils einen Zwischenraum (10) aufweist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lageposition der 
linienförmigen Markierung (4) mittels der weiteren 
Sensorabtasteinheit (9) vor dem Einlauf in das von 
der Lasereinheit (6) überstrichenes Laserreferenz-
feld (2) des zu bearbeitenden Feldes mehrmals ge-
messen wird, wobei die Position des zu bearbeiten-
den Feldes rechtwinklig zur Transportrichtung der 
Materialbahn (1) und parallel zur Transportrichtung 
der Materialbahn (1) vor Einlauf des Feldes in das 
von der Lasereinheit (6) überstrichene Laserrefe-
renzfeld (2) mehrmals bestimmt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Materialbahn
2 Laserreferenzfeld
3 feldförmige Markierung
4 linienförmige Markierung
5 Transportrichtung
6 Lasereinheit
7 Sensorabtasteinheit
8 Referenzlinie
9 Sensorabtasteinheit
10 Zwischenraum
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Anhängende Zeichnungen
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